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 Uniflash 和 Daisy Chain 在芯片量产中的应用 
 
 Holly Gu Sales and Marketing/East China 
 

ABSTRACT 

随着设计水平的提高，工业客户的系统越来越复杂，在系统的单板设计中常常需要多个嵌入式处

理器协同工作。为了节省成本，提高量产效率，避免产线工人误操作，往往采用菊花链（Daisy 
Chain）结构来实现利用一个 JTAG (Joint Test Action Group) 口调试、更新多个处理器固件的

目的。本应用报告详述了将同类型处理器的调试口以 Daisy Chain 形式连接并利用 Universal 
Flash Programmer (Uniflash) 工具的批处理方式下载固件的方法。在内容安排上，首先介绍了

菊花链(Daisy Chain) 电路的基本原理，其次介绍了实验软硬件平台，最后介绍了基于 Daisy 
Chain 和 Uniflash 的量产批处理文件生成方法和执行结果。 
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2 Uniflash 和 Daisy Chain 在芯片量产中的应用 

1 Daisy Chain 简介 
对于复杂的嵌入式系统，单个器件往往不能满足设计的需求，可能需要多个器件的协调配合才能

完成用户设定的任务。对于多个器件，特别是 ARM 器件的调试，为了简化设计，可以将硬件连

接成 Daisy Chain 的形式。 

Daisy Chain 的应用需要 JTAG 设计规范的支持作为保障，这样在电路板上，仿真器只需要连接

到其中一个 JTAG 端口，就可以对 Daisy Chain 上任意符合连接规范的芯片进行仿真调试。连接

Daisy Chain 所需要的引脚是：测试数据输入（TDI），测试数据输出（TDO），测试时钟

（TCK），测试模式选择（TMS），测试复位（TRST）。其中，TDI 和 TDO 信号串联，TMS，
TCK 和 TRST 信号并联。Daisy Chain 硬件连接示意图如 Figure 1 所示。 

 
Figure 1. Daisy Chain 硬件连接示意图 

2 实验软硬件平台 
本节主要介绍实验的软硬件平台。软件平台由 Code Composer Studio (CCS) 和 Uniflash 构成。

选取两片 RM57L843 芯片，即 RM57L843_Core0 和 RM57L843_Core1，来构建硬件实验平台。

它们的 JTAG 以 Daisy Chain 的形式接入电路中。 

2.1 实验软件平台 

CCS 是德州仪器针对嵌入式处理器开发的集成仿真环境，基于 Eclipse 架构，包含有优化过的

C/C++编译器，编辑器，编译器，调试器等。Uniflash 是德州仪器提供的针对器件 Flash 进行操

作的工具，可脱离 CCS 独立使用，界面友好，方便易用，特别适合在量产阶段将软件代码下载

到目标板上。 

本文中，在 CCS 中编辑一个非常简单的闪灯程序，配置 Daisy Chain 结构，生成相应的目标配

置文件.ccxml。Uniflash 利用 CCS 生成的.ccxml 文件产生独立命令包（Stand along command 
line package）和可用于下载的批处理文件。CCS 的版本为 7.1.0， Uniflash 的版本 4.2.0，详细

用法将会在第三节中介绍。 
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2.2 实验硬件平台 

本文将 RM57L843_Core0 和 RM57L843_Core1 的 JTAG 以 Daisy Chain 的形式接入电路中，

并采用 XDS200 仿真器来下载软件代码。 

2.2.1 RM57L843 及 XDS200 简介 

RM57L843 是德州仪器 ARM Cortex-R 内核 Hercules RM 系列的一员，它有两个 Cortex-R5F
内核形成互锁结构，主频可达 330MHz，1.66DMIPS/MHz。该器件还有具有单比特错误纠正和

双比特错误检测功能的大容量 FLASH 和 RAM（4MB/FLASH, 512KB/RAM），以及诸如

10/100 Mbps 以太网 MAC（ Ethernet MAC ，EMAC），多缓存 ADC （Multibuffered Analog-
to-Digital Converter , MibADC）等外设，丰富的设计资料，软件工具，以及可以提供对

IEC61508 功能安全的支持，非常适合工业应用。 

XDS200 是德州仪器为处理器提供的新型 JTAG 仿真器，支持读/写内存，读寄存器，下载软件，

实时仿真等功能。它是大家熟知的低成本仿真器 XDS100 和高性能仿真器 XDS560 的折中，具

有较高的性价比。值得注意的是，如果用户使用的 CCS 是 5.2.x 及以前的版本，则需要在 CCS
里安装最新的插件来支持 XDS200，5.3.0 以后的 CCS 版本则不需要作特别处理。 

2.2.2 基于 RM57L843 的 Daisy Chain 硬件平台 

基于 RM57L843_Core0 和 RM57L843_Core1 的 Daisy Chain 硬件连接示意图如 Figure 2 所示。

其中，TDI 和 TDO 信号串联，TMS，TCK，RTCK 和 nTRST 信号并联，RM57L843_Core0 的

TDI 作为 JTAG Header 的 TDI，RM57L843_Core1 作为 JTAG Header 的 TDO。同时所有的

JTAG 部分需要共享电源和地。为突出重点，本文仅给出了两片 RM57L843 的 JTAG 部分的示

意图，用户可方便地应用到自己的设计中。 

 

Figure 2. 基于 RM57L843 的 Daisy Chain 硬件连接示意图 
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本文以一个菊花链上存在两个 RM57L843 为例，对于多个芯片的拓扑可以类推扩展，此处不再

赘述。 

3 基于 Daisy Chain 的量产批处理文件 
生成可用于量产的批处理文件的大致流程如下：用户通过 CCS 编辑编译出可实现功能的固件

（.txt 格式），并配置 Target，生成配置文件.ccxml。Uniflash 加载.ccxml 文件产生独立命令包

（Stand along command line package）和批处理文件。本章节通过一个具体实例来特别介绍如

何生成适用于 Daisy Chain 量产批处理文件的方法。 

3.1 CCS Target 的配置 

在实际应用中，需要针对 RM57L843_Core0 和 RM57L843_Core1 分别创建工程，编写代码。

在 CCS 中创建基于 RM57L843 工程的步骤此处不再赘述。在各自工程下的 TargetConfigs 目录

中会有相应的 RM57L843_Core0.ccxml 和 RM57L843_Core1.ccxml 文件。双击.ccxml 文件，

Advanced 选项是图形化的配置方式，Source 则是相应的脚本文件。 

默认的配置是针对一个 JTAG 和单核的，如果要用作 Daisy Chain，需要做一些修改。在 All 
Connections 选项中列出了配置所需的关键项，用户可以通过右侧的菜单实现创建、增加、删除、

调序、保存、导入、检测的功能。系统自动生成的配置文件中，一个 Debug Probe 只会自带一

个器件（本例中 Core0），由于 Daisy Chain 上存在两个 JTAG 模块，配置 RM57L843_Core0
时，需要额外添加一个器件（本例中 Core1）。操作时先选中上一级模块，点击 Add 进入新增

子模块配置界面，在跳出菜单中选择合适的器件。配置 RM57L843_Core1 模块时，只需调节

Up/Down，将 Core0 的位置调节到 Core1 后面。配置完成后，保存调试环境的配置文件，生成

Uniflash 所需的.ccxml 文件。Debug Probe 和器件的名字均可根据需要重新命名。 

Figure3 是 RM57L843_Core0 采 用 Daisy Chain 结 构 时 的 配 置 示 例， Figure4 则 是

RM57L843_Core1 在 Daisy Chain 结构下的配置示例。 

 

Figure 3. Daisy Chain 结构 RM57L843_Core0 配置示例 
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Figure 4. Daisy Chain 结构 RM57L843_Core1 配置示例 

从 Figure 3 和 Fegure 4 可以看出，JTAG 链上的两个 Core 在配置文件中的位置互为颠倒，这

也是 Daisy Chain 配置的核心所在。 

3.2 .ccxml 配置文件解析 

Advanced 图形界面配置好 Target 后，CCS 会自动生成的.ccxml 配置文件。该文件中包含仿真

器，芯片内核，资源等信息，是 Uniflash 工具烧写芯片的依据。Figure 5 和 Figure 6 所示分别

为 RM57L843_Core0 和 RM57L843_Core1 的.ccxml 配置文件。方框中的部分是两个配置文件

主要的不同。 

 
Figure 5. RM57L843_Core0.ccxml 配置文件 

 



ZHCA738 

6 Uniflash 和 Daisy Chain 在芯片量产中的应用 

 
Figure 6. RM57L843_Core1.ccxml 配置文件 

RM57L843_Core0 的配置文件中，Core0 为主，Core1 为从。RM57L843_Core1 的配置文件则

相反。这样在 Daisy Chain 中，JTAG 工具可以通过识别配置文件来决定对哪个内核进行编程，

也正是由于这些不同，Uniflash 工具才能够读取.ccxml 来实现烧写特定 CPU 的功能。 

3.3 利用 Uniflash 下载固件 

Uniflash 下载固件的方式有两种，加载 Image 方式和批处理方式。两种都可以支持 Daisy Chain
结构，本小节对两种方式分别作介绍。 

3.3.1 Load Image 方式 

使用 Load Image 时，首先需要创建一个 Session，点击 Session -> New Session，选择器件

（Detected Devices），仿真器（Select Connection）和对应内核的.ccxml 文件。然后加载所需

要下载的固件，如 Blink_core0.txt，再点击 Program 菜单中的 Load Image，即可将固件下载到

目标板中。建立好 Session 后，下次使用时直接点击 Session -> Load Session 即可，不需要重

复配置。Load Image 方式下载固件的方法如 Figure 7 所示。 

针对 RM57L843_Core0 和 RM57L843_Core1，需要分别建立两个 Session，并执行两次 Load 
Image，用同一个仿真器在同一个 JTAG 口，将固件分别下载到 Core0 和 Core1 中。这种方法

对 Daisy Chain 而言，由于有.ccxml 文件作引导，故不需要特别配置。 
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Figure 7. Load Image 方式下载固件 

3.3.2 批处理方式 

Load Image 的方式固然简单，但仍需要一定的步骤，对于产线上的工人来说，依然存在误操作

的可能性。本小节介绍的批处理方式，只需双击鼠标就可实现固件的下载，简单方便。 

3.3.2.1 批处理文件的产生 

要实现批处理方式下载固件，首先要产生相应的批处理文件。 

 

Figure 8. 批处理文件的产生方法 
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在 Uniflash 的主界面中，点击 Standalone Command Line, 会出现 Figure 8 所示界面，用户可

根据自己的需要选择下载的固件，修改 Flash 的擦写方式，编程电压，操作系统类型，批处理包

的名称等等。配置好后，点击 Generate Package 生成包含批处理文件的压缩包，解压后，在相

应 uniflash_Core0 文件夹下，dslite.bat 即是所需要的批处理文件。在运行批处理文件之前，应

当先运行 one_time_setup.bat，对系统做一下初始化。针对 Core1 的批处理文件产生方式与

Core0 相同，不再赘述。 

3.3.2.2 适用于菊花链电路脚本的修改 

在 Uniflash 中，批处理脚本 dslite.bat 是统一生成的，默认下载固件的方式都是针对单核的，并

未对 Daisy Chain 作区分。为了兼容 Daisy Chain，需要对 uniflash_Core1/dslite.bat 中 set 
GENERATED_COMMAND 命令行进行修改，如 Figure 9 方框所示。 

 
Figure 9. dslite.bat 批处理文件脚本 

其中， 
set GENERATED_COMMAND=-c user_files/configs/rm57l8xx.ccxml  
-l user_files/settings/generated.ufsettings -e -f -v user_files/images/blink_core1.txt 

需要改写成 
set GENERATED_COMMAND=-c user_files/configs/rm57l8xx.ccxml  
-l user_files/settings/generated.ufsettings –n 1 -e -f -v user_files/images/ blink_core1.txt 

对于 uniflash_Core0/dslite.bat 则不需要作修改。因为如果不加-n 命令，固件默认会被下载到

Daisy Chain 上的第一个内核 Core0 ，而 Core1 则不会被 Daisy Chain 所识别。在

Uniflash_Core1/dslite.bat 加了-n 命令后，就可以将固件下载到想下载的 CPU 了。 

 

 

 



    ZHCA738 

 Uniflash 和 Daisy Chain 在芯片量产中的应用 9 

3.4 实验结果 

脚本修改完成后，双击 uniflash_Core0/dslite.bat 执行，经过执行命令，初始化仿真器，擦除

Flash，写入固件等一系列操作后，Blink_core0.txt 固件会被下载到 Daisy Chain 上的

RM57L843_core0 这个微处理器中。下载完成后，经过 System Reset，则可实现固件中设定的

功能。 

 
Figure 10. Uniflash_Core1 dslite.bat 脚本运行结果 

类似的，双击 uniflash_Core1/dslite.bat，Blink_core1.txt 则会被下载到 RM57L843_core1 中。

Figure 10 所示为运行 Uniflash_Core1/dslite.bat 的执行结果。 

显而易见，通过对 Uniflash 生成的脚本进行修改后，只需分别点击两个批处理文件即可分别对

Daisy Chain 上的两个微处理器 RM57L843_core0 和 RM57L843_core1 进行固件下载。能大大

提高量产效率，最大限度地避免产线工人误操作。 

当然了，用户也可以根据需要将两个脚本合成一个，这样即可真正实现产线固件的一键式烧录。 
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